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5.15 Technische Daten A 3

GroBe

Breite: 2,58 m
Tiefe (Shutile eingefahren): 1,31 m
Tiefe (Shuttle ausgefahren): 1,53 m

Hoéhe: 1,72 m
Systemausstatiung
Testkopfe: 8 Testkdpfe (4 oben, 4 unten)

Abgleichsystem: CCD S/W-Kamera flir Produktoberseite

(2. Kamera optional fir Produktunterseite)
Produkifixierung: manuell, multisample-geeignet,

kurzeste Einricht- und Produkiwechselzeiten

Produkte

TestfeldgréBe: - max. Testflache 520 x 400 mm
max. ProdukigréB3e 550 x 430 mm

Leiterplattenstdrke:  bis 6 mm

zul. Durchbiegung: 2 mm bei 4 N Andruckkraft

Positioniermechanik der Testfinger

Positioniergenauigkeit: .35 um
Wiederholgenauigkeit: =10 um
Auflésung der Mef3systeme: - 5pum

Minimaler Testpunktdurchmesser: 1 00 pm
Kontaktierdruck im gesamten Bereich: 20g-100g
+6 g, programmierbar und geregelt

Datenbasis fir Tesf:
ATF-Daten (+EPC-Daten), IPC-D-356A, IPC-D-356 (+EPC-Daten)

Kamerasystem

Messung von Produktausrichtung und Produkiverzug
Kameraaufldsung: 18 um/Pixel

Beleuchtung: Stufenlose Anpassung an alle Produkte
MeBmethoden

KurzschluBtest: elekirischer 100%-Test durch FeldmelBmethode, echter KurzschluBtest
zwischen allen Lagen (kein Adjacency notwendig!). Keine Vergleichsmessung, daher kurze
Testzeiten.

Verbindungstest: 2-Punki-Messung, MeBbereich bis min. 1 Ohm

Testgeschwindigkeit: 100%-Test einer Leiterplatie mit 3000 TP / 800 Netzen in ca. 4,5 min.
(abhangig von Testpunkiverteilung) bei Einsaiz aller Testk&pfe

(Status: Softwareversion V1.4.0; permanente Geschwindigkeitssteigerungen durch neue
Softwarerreleases)
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Features

— 100% Isolationstest
(Standard: Testen ohne Adjacency), bei Bedarf Testen mit Adjacency in verschiedenen
Varianten

— Verbindungstest (min. 1 Ohm)

— Einstellbare und geregelte Fingerandruckkraft und Z-Achsengeschwindigkeit

— Multipanel-Testen, Multisample-Testen

— Unabhéangige optische Abtastung von beiden Seiten des Produkis mdglich

— Shrinkagekompensation

— Komponententest (Widerstandstest)

— Hochspannungsmessung mit HV500-Karte

— LA-Test zur Auffindung von Leiterbahneinschniirungen (Option)

— Anschluf3 externer Mef3gerate

— auiomatische Selbsidiagnose

— Gleichzeitige Datenaufbereitung (DPS) eines neuen Produkis wahrend des Tests
(externe Datenaufbereitungsstation optional)

— Komfortable Bedienoberflache unter Windows NT 4.0

0 G.G

Versorgung

Spannung: 230V, 50 Hz
115V, 60 Hz

Keine Druckluft

Umgebungsbedingungen
Temperatur: 18°C-27°C
Luftfeuchte: 40 % - 60 %

Gewicht - ca. 1200 kg
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